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プリント基板

ヒートシンク
デバイス（半導体）

IWAKI吉村吉村
05,12,01.05,12,01.05,11,20.05,11,20.

表面処理： Niメッキ
※RoHS対応品 カドミニウム75ppm以下

縮尺2/1 C3602BD-F又はC3604BD-F カドミフリー
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ババババネネネネ 4444ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの時時時時 1111....5555ｋｋｋｋｇｇｇｇ
ババババネネネネ 5555ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの時時時時 1111....2222ｋｋｋｋｇｇｇｇ
ババババネネネネ 6666ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの時時時時 0000....9999ｋｋｋｋｇｇｇｇ
ババババネネネネ 6666....5555ｍｍｍｍｍｍｍｍのののの時時時時 0000....77775555ｋｋｋｋｇｇｇｇ

取取取取付付付付けけけけ推推推推奨奨奨奨範範範範囲囲囲囲：：：：11110000....0000ｍｍｍｍｍｍｍｍ±±±±1111....0000 1111....2222KKKKgggg±±±±0000....3333KKKKgggg（（（（基基基基盤盤盤盤++++CCCCPPPPUUUU++++ヒヒヒヒーーーートトトトシシシシンンンンククククベベベベーーーースススス厚厚厚厚ささささ））））

◎ ヒートシンク穴径 φ3.0

◎ 基盤穴径 φ2.8(交差-0mm）
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T H E R M A L C O M P O N E N T I N C .

取取取取付付付付ネネネネジジジジ((((TTTTCCCCPPPP2222000011115555))))
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◎ 基盤背面パターン禁止 φ6.0


